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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

MATERIAUX DE BASE POUR CIRCUITS IMPRIMES

Troisiéme partie : Matériaux spéciaux utilisés en association avec les circuits imprimeés
Spécification n° 3 : Matériaux de revétement permanent en polymére
(épargne de brasage) pour utilisation dans la fabrication des cartes imprimées

AVANT-PROPOS

un accord international sur les sujets examinés.
2) Ces décisions constituent des recommandations internationales et sont agréées

3) Dans le but d’encourager I'unification internationale, la CEI exprime le vee
leurs régles nationales le texte de la recommandation de la CEI, dans

CEI
n° 52 de la CEI : Circuits imprimés.

Le texte de cette spéciﬁczei\mestﬁss\ues

N
Reégle des Six Mois [\

N Rappomote

__,P)rocédure des Deux Mois

Rapport de vote

52(BC)324

52(BC)336A

52(BC)30 SXBC)3 \)
52(BC)350 52(B€)365
S

Les rapports d€ vote tndiqués
abouti a l’apy i
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

BASE MATERIALS FOR PRINTED CIRCUITS

Part 3 : Special materials used in connection with printed circuits
Specification No. 3: Permanent polymer coating materials (solder resist)
for use in the fabrication of printed boards

FOREWORD

1) The format decisions or agreements of the IEC on technical matters, prepared by Techni¢a
National Committees having a special interest therein are represented, express, as
consensus of opinion on the subjects dealt with.

2) They have the form of recommendations for international use and they are a
sense.

3) In order to promote intemational unlﬁcatlon the IEC expresses the wish th

This specification of the International
Committee No. 52 : Printed circuits.

The text of this speciﬂcation{'\based on ents
. N o .
Six Months’ Rule I\ Report on Yoting iN_Twg Months’ Procedure Report on Voting

52(C0)300 52(C)308 52(CO)324 52(CO)336A
52(C0)350 | CO)365
\Y%

Full information
Reports indicated\j

the dpproval of this specification can be found in the Voting

Annex A forn i : this specification whereas annex B is for information only.

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: IEC 60249-3-3 1991


http://avadocuments2026.com/doc/iec-60249-3-3-1991
http://avadocuments2026.com/doc/iec-60249-3-3-1991

— 6 — 249-3-3 © CETI 1991

MATERIAUX DE BASE POUR CIRCUITS IMPRIMES

Troisiéme partie : Matériaux spéciaux utilisés en association avec les circuits imprimés
Speécification n° 3 : Matériaux de revétement permanent en polymére
(épargne de brasage) pour utilisation dans la fabrication des cartes imprimées

1 Domaine d’application

La présente spécification de la CEI 249-3 fournit les méthodes d’essai, les modalités et les
exigences pour les épargnes de brasage telles qu’elles sont fabriquées et>pour un systéme
d’épargne comprenant le matériau, le procédé d’application et une carte|imprimée

Les épargnes de brasage pour les utilisations considérées dans
de I'un des deux types suivants, selon la spécification de I’acheteu

Type A — pour application par sérigraphie.
Type B — pour application par films photosensibles

— Film liquide
— Film sec

Cette spécification présente des classes (1,

Note — Le renvoi a

2 References no; :

constt

de la publica

leg” pa

invit 3

ci-apres~les membres de la CEI et de 'ISO possédent le registre des normes internationales en

vigueur.

2.1 Publications de la CEI

68-2-2: 1974, Essais fondamentaux climatiques et de robustesse mécanique — Deuxiéme partie :
Essais - Essai B: Chaleur séche.

68-2-3: 1969, Essais fondamentaux climatiques et de robustesse mécanique — Deuxiéme partie :
Essais - Essai Ca: Essai continu de chaleur humide.

68-2-14: 1984, Essais fondamentaux climatiques et de robustesse mécanique — Deuxiéme
partie : Essais - Essai N : Variations de température.

68-2-20: 1979, Essais fondamentaux climatiques et de robustesse mécanique — Deuxiéme
partie : Essais - Essai T: Soudure.
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BASE MATERIALS FOR PRINTED CIRCUITS

Part 3 : Special materials used in connection with printed circuits
Specification No. 3 : Permanent polymer coating materials (solder resist)
for use in the fabrication of printed boards

1  Scope

This specification of IEC 249-3 gives the test methods, conditions and requirements for solder
resist material as manufactured and for a solder resist system which comprisesthe material, the
application process, and a printed board.

Solder resist for the uses considered in this specification may be on S pecified
by the purchaser :

Type A — For screen printed patterns.
Type B — For photo definable patterns.

— Wet film
— Dry film

This specification provides classes (1, 2 and 3)
in sophistication, functional performaxice

Note — The reference of
classes.

2 Normative refer@

2.1 1EC Publications
68-2-2: 1974, Basic environmental testing procedures — Part 2: Tests - Tests B: Dry heat.

68-2-3: 1969, Basic environmental testing procedures — Part 2 : Tests - Test Ca: Damp heat,
steady state.

68-2-14: 1984, Basic environmental testing procedures — Part 2: Tests - Test N : Change of
temperature.

68-2-20: 1979, Basic environmental testing procedures — Part 2 : Tests - Test T: Soldering.
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68-2-38: 1974, Essais fondamentaux climatiques et de robustesse mécanique — Deuxiéme
partie : Essais - Essai Z/AD: Essai cyclique composite de température et d’humidité.

112: 1979, Méthode pour déterminer les indices de résistance et de tenue au cheminement des
mateériaux isolants solides dans des conditions humides.

194 : 1988, Termes et définitions concernant les circuits imprimés.
249-1: 1982, Matériaux de base pour circuits imprimés — Premiére partie : Méthodes d’essai.

249-2-5: 1987, Matériaux de base pour circuits imprimés — Deuxiéme partie : Spécifications —
Spécification n® 5: Feuille de tissu de verre époxyde recouverte de cuivre, d’inflammabilité
définie (essai de combustion verticale).

249-2-7: 1987, Matériaux de base pour circuits imprimés — Deuxiéme partie : Spécifications —

Specification n° 7 : Feuille de papier cellulose phénolique recouverte de cuiviey,d’inflammabilité
définie (essai de combustion verticale).

(ondes métriques comprises).
326-2: 1990, Cartes imprimées — Deuxiéme partie : Mé

326-6: 1980, Cartes imprimées — Sixiéme partie :
couches rigides.

426 : 1973, Méthodes d’essais pour la déterminat 5 la corrodion €lectrolytique en présence de
matériaux isolants. 6

2.2 Norme de I'ISO

2409 : 1972, Peintures et vernis - Eésai de quad

3 Termes et définitions

Les termes et

taires suiv@
3.1 coulureMe Té

34 ilit¢ hydrolytique de I’épargne de brasage: Aptitude d’une épargne de brasage a
supporter une eXposition a une haute température et a I’humidité sans modification de son état
d’une facon irréversible.

3.5 manque d’épargne de brasage : Phénoméne rencontré 1a ou des surfaces adjacentes aux ou
entre les conducteurs ne sont pas recouvertes d’épargne de brasage.

3.6 bavure de soudure : Soudure adhérant 4 la surface de I’épargne de brasage aprés 'opération
de brasage.

3.7 frisage de Pépargne de brasage : Formation de crétes, de plis ou de sillons dans I'épargne de
brasage.

3.8 fluage a froid de I’épargne de brasage : Déformation de I’épargne de brasage en film sec
pouvant se produire lors du stockage. Les écoulements du film aux extrémités des rouleaux sont
la cause d’une non-uniformité de 1’épaisseur du film.
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68-2-38 : 1974, Basic environmental testing procedures — Part 2 : Tests - Test Z/AD : Composite
temperature/humidity cyclic test.

112 : 1979, Method for determining the comparative and the proof tracking indices of solid insu-
lating materials under moist conditions.

194 : 1988, Terms and definitions for printed circuits.
249-1: 1982, Base materials for printed circuits — Part 1: Test methods.

249-2-5: 1987, Base materials for printed circuits — Part 2: Specifications — Specification
No. 5 : Epoxide woven glass fabric copper-clad laminated sheet of defined flammability (vertical
burning test).

249-2-7: 1987, Base materials for printed circuits — Part 2: Specifications — Specification
No. 7: Phenolic cellulose paper copper-clad laminated sheet of defined flg bility (vertical
burning test).

250: 1969, Recommended methods for the determination of the permittivit ielectric dissi-
pation factor of electrical insulating materials at power, audio and i
metre wavelengths.

326-2: 1990, Printed boards — Part 2 : Test methods.
326-6 : 1980, Printed boards — Part 6 : Specification for

426 : 1973, Test methods for determining electro

2.2 ISO Standard

2409 : 1972, Paints and varnishes — ( ross%tte .

3 Terms and definitions

The terms and de
terms :

3.1

solder resist b

elevated temperatiire and humidity without an irreversible change of state.

3.5 solder resist skipping: Phenomenon seen when surface areas adjacent to or between
conductors are not coated with solder resist.

3.6 solder webbing: Solder adhering to the surface of a solder resist after the soldering
operation.

3.7 solder resist wrinkling : The formation of ridges, creases, or furrows in solder resist.

3.8 solder resist cold flow: A deformation that may occur in dry film solder resist during
storage. The film flows out at the ends of the rolls resulting in non-uniform thickness.
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4 Evaluation des propriétés des épargnes de brasage

Les essais donnés ci-aprés pour I’évaluation et la conformité des épargnes de brasage sont
normalement effectués par le vendeur ; ils peuvent étre utilisés toutefois par le fabricant de cartes
imprimées ou l'utilisateur pour des controles de réception du matérian. Les comptes rendus
d’essais doivent s’en tenir aux propriétés définies dans larticle 4 de cette spécification.

4.1 Moisissures
(Essai a I’étude)

4.1.1 Eprouvette

Trois éprouvettes de 13 mm + 1 mm de large et de 125 mm =+ 5 mm de long recouvertes
d’épargne de brasage traitée et durcie selon les indications du fabricant seront évaluées.

4.2  Inflammabilité

Les revétements d’épargne de brasage durcie et appliquée ave
processus recommandés par le fournisseur ne doivent pas dégrade
flamme d’un matériau de base classé FV 0, par exemple
vérifiés conformément & 4.3.4 de la CEI 249-1.

4.2.1 Eprouvette

Stabilité hydrolytique/vieillissement

Classe * Conditions CEI 68-2

N ° VC (93 *3)% HR 4 jours Essai Ca
Q 2 85°9C + 2°C 93 +2)% HR 10 jours -
3 83°C + 2°C (93 *3)% HR 56 jours —

4.3.1 Eprouvette

Trois éprouvettes de matériau de base plaqué cuivre de 100 mm x 10 mm x 100 mm * 10 mm,
revétues d’épargne de brasage traitée et durcie selon les recommandations du fabricant, seront

évaluées.
4.4  Rigidité diélectrique normale au plan du revétement d’épargne de brasage

La rigidite di¢lectrique des revétements d’épargne de brasage doit étre égale ou supérieure a
40 V c.c./um lorsqu’ils sont vérifies conformément a 2.8 de la CEI 249-1 a la différence que
Pélectrode est placée comme indiqué a la figure 1. L’épaisseur du revétement sera déterminée
conformément a I’essai 15b de la CEI 326-2, coupe micrographique.
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4 Solder resist material properties evaluation

The tests in this clause for evaluation and conformance of solder resist are generally done by
the vendor, but may be used as an incoming material inspection procedure by the printed board
manufacturer or user. Test results are to be reported relative to properties defined in clause 4 of
this specification.

4.1 Mould growth
(Test under consideration)
4.1.1 Test specimen

Three test specimens 13 mm * 1 mm wide by 125 mm £ 5 mm long, with the solder resist
coating applied and cured, as recommended by the manufacturer, shall be evaluated.

4.2 Flammability
Coatings of cured solder resist applied in the thickness and by a progé

42.1 Test specimen

Five coated and five uncoated specimens 13 mm A ; ide S mm * 5 mm long
shall be evaluated. The base material shall be L,6xmm nomi thickness with a flammability
rating of FV 0, for example IEC 249.2>

4.3  Hydrolytic stability/ageing

Coatings of cured solder resist shafl withstand, the
degradation of properties, when tested as sified\i

annex A).
Note — Certain types o progucts capable of affecting the electrical characteristics of
the printed boa: ing out the insulation resistance test after a steady state damp

}2% \ \'/Conditions IEC 68-2

1 (93 *2)% RH 4 days Test Ca
< (93 *2)% RH 10 days —
3 93 *2)% RH 56 days —

4.3.1 Test specimen

Three copper-clad base material test specimens 100 mm + 10 mm x 100 mm * 10 mm, with
the solder resist coating applied and cured, as recommended by the manufacturer, shall be eval-

uated.
4.4 Electric strength normal to plane of solder resist coating

Coatings of solder resist shall meet or exceed the minimum value of 40 V d.c./um when tested
in accordance with 2.8 of IEC 249-1, except that the electrode shall be arranged as indicated in
figure 1. The thickness of the coating shall be determined in accordance with Test 15b of IEC
326-2, Microsection.
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